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1 Szereléstechnológia   1
                                            










                                            2 A felületi szerléstechnológia(smt): Furatszerelési technológia (THT Through Hole Technology); az alkatrészek 3 5 %-a Felületszerelési technológia (SMT Surface Mount Technology). ) 95 98% Előny: Kisebb méret Gazdaságosság Nagy teljesítményű, automatizált SM LED-ek
                                            

                                            3 Hátrányai: bonyolultabb tervezést igényel a nagy alkatrész-szám és a méret-csökkenés miatt; az alkatrészek beültetése rendkívül nagy pontosságot követel meg; az egy hordozón előforduló nagyszámú alkatrész megnehezíti a hibák feltárását, keresését. Nem felületszerelhetők: Tekercs, elektromechanikus elemek, nagy kondenzátorok, stb
                                            

                                            4 A felületi szereléstechnológia kialakulása 50-es évek: nyomtatott huzalozás 70-es évek vége: hibrid áramkörök 80-as évek közepe-vége: felületi szerelés
                                            

                                            5 MÉRETSZABVÁNY 4-jegyű kód Első két szám= hossz Második két szám= szélesség Egység: 0,01 = = 10 mil =254 µm Legkisebb ma: = 0,25 mm x 0,12 mm
                                            

                                            6 A felületi szerelés típusai Különböző műveleti sorrend
                                            

                                            7 Forrasztási alapfogalmak Két fém összekötése egy harmadik alacsonyabb olvadáspontú forraszfém segítségével, a megolvadt forraszfém oldja az összekötendő fémek felületét, megindul egy ötvözési folyamat, melynek során kialakul egy vékony fémközi elegy, amely jó elektromos és mechanikus kötést biztosít.
                                            

                                            8 A fémközi elegy (intermetallikus réteg) A fémközi elegy kialakulásának menete: forraszfém olvadása (hőközlés) a forrasztandó fémek oldódása, atomi kötés kialakulása fémek megszilárdulása (hűtés - hőelvonás)
                                            

                                            9 Az intermetallikus réteg Tulajdonságai: bronzos kemény, jó mechanikai tűrőképesség vékony rétegben rugalmas megvastagodva rideg törékeny jó villamos vezetőképesség A forrasztás minősége a fémközi elegy vastagságának függvénye. A vastagság függ: az oldódás időtartamától - a lehető legrövidebb idő alatt kell létrehozni a forrasztás hőmérsékletétől - a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten kell létrehozni
                                            

                                            10 A nedvesítés Csak a kémiailag FÉMTISZTA és FORRASZTHATÓ fém NEDVESÍTHETŐ és KÖTHETŐ össze forraszanyaggal! A nedvesítés minősége a nedvesítés szögéből meghatározható.
                                            

                                            11 A nedvesítés minősége rossz nedvesítés a nedvesítési szög nagy a felület szennyezett, oxidos a nagy felületi feszültség a folyadékot golyóvá formálja jó nedvesítés a nedvesítési szög kicsi a felület tiszta a folyadék elterül A felületi feszültség miatt feltöltődik a furat
                                            

                                            12 Folyasztó szerek (fluxok) oldja a fémoxidokat megakadályozza a fémek újraoxidációját teret ad a forraszanyagnak elősegíti a nedvesítést maradványai vannak kémiai közömbösség a forrasztandó fémmel és a forraszanyaggal jó villamos szigetelő egészségre nem ártalmas, nem környezetszennyező
                                            

                                            13 Folyasztó szerek összetétele Folyasztó szerek típusai gyanta fenyőgyanta (rosin) műgyanta (resin) oldószer alkohol (isopropanol) aktíválószerek No Clean - tisztítást nem igénylő: a forrasztási művelet után a fluxmaradékot nem kell lemosni. A visszamaradt flux színtelen, villamosan nem vezető. Clean - tisztítást igénylő: a forrasztási művelet után a fluxmaradékot oldószerrel (vízzel) el kell távolítani.
                                            

                                            14 Ólommentes elektronika
                                            

                                            15 EU direktívák WEEE: (HEEB) Waste Electrical and Electronic Equipment Minden elhasznált E termék kötelező visszavételéről és újrahasznosításáról 1. Határidő: aug 13. RoHS: Restriction of certain Hazardous Substances Tilos használni E termékekben: Pb, Hg, Cd, Cr(VI), brómozott lánggátlók Határidő: juli 1. Kivétel.
                                            

                                            16 Forraszanyagok Régi: Sn63Pb37 Helyettesítők: SnAg(3-4)Cu(0,5 0,7) Sn9Zn Sn0,7Cu stb. Mind magasabb olvadáspont, drágább, más nedvesítés, felületi feszültség Magasabb forrasztási hőmérséklet: Más beállítás Nyhl hordozó, tokozás már sérülhet Pontosabb hőmérséklet beállítás, rövidebb műveleti idő, mert a műanyag részek hőállóságának határán mozgunk
                                            

                                            17 Alkatrészek károsodása a magasabb forrasztási hőmérsékleten Elektrolit kondenzátor Hőre lágyuló műanyag tokozás Rétegkondenzátor
                                            

                                            18 
                                            

                                            19 
                                            

                                            20 Felületkikészítés (surface finishing) Módszerek: HASL (Hot Air Solder Level) ENIG (Electroless nikkel/immerziós arany) Galván Ni /Au Imm Ag (Immerziós ezüst) Imm Sn (Immerziós ón) Electroless Nickel/Palladium-Immersion Gold Szerves bevonatok OSP (Organic Solderability Preservative) Carbon Ink (szitanyomtatással)
                                            

                                            21 SURFACE FINISH COSTS $10.00 $9.00 $8.00 $7.00 $6.00 $5.00 $4.00 $3.00 $2.00 $1.00 $0.00 Cost per Sq Ft *Cost per Panel -C: Conveyorized Process -NC: Non-Conveyorized Process OSP (-C) OSP (-NC) I-Tin (-NC) I-Tin (-C) I- Silver (-C) HASL (-C) HASL (-NC) ENIG (-NC) Ni-Pd-Au (-NC)
22 HASL (Hot Air Solder Level) ELŐNYÖK + Könnyű művelet, javítható + Jó kötéserősség + Hosszú eltarthatóság + Könnyű vizuális ellenőrzés (nedvesítés) HÁTRÁNYOK - A felületek nem tökéletes síkban, kontaktushiány veszélye a szitanyomtatáskor - Egyenetlen rétegvastagság - Nem alkalmas nagy aspect ratio esetén -Kevésbé alkalmas fine-pitch SMT alkatrészek esetén - Rövidzár (Bridging) veszélye fine pitch kivezetések esetén - Réz beoldódás - Alapos folyamatellenőrzés szükséges
23 ENIG (Electroless Nikkel/Immerziós Arany) Tipikus vastagság: µm Ni, µm Au ELŐNYÖK + Sík felület + Egyenletes vastagság + Többszörös hőciklust elbír + Hosszú eltarthatóság + Jól forrasztható + Alkalmas fine pitch IC-khez HÁTRÁNYOK - Arany huzalkötésre nem alkalmas - Drága - Nikkel hulladékkezelés szükséges - Nem javítható a szerelőüzemben - Nem optimális a nagysebességű áramkörökhöz
24 Immerziós Ag Jellemző vastagság: µm ELŐNYÖK + Alkalmas a fine pitch alkatrészekhez + Sík felület + Nem drága + Gyors, könnyű művelet + Nem függ a furatmérettől + Javítható, újra elkészíthető a szerelőüzemben is HÁTRÁNYOK - Törékeny réteg, nem alkalmas press fit alkatrészek beültetésére -Nehézségek mikroviák fémezésénél (aspect ratio > 0.75:1) -Korrózióra érzékeny (Cl - and S 2- )
25 OSP (Organic Solderability Preservative) Jellemző vastagság: µm ELŐNYÖK + Egyenletes sík felület + Javítható a beültető üzemben is + Nem változtatja a furat méretét + Gyors, könnyű művelet + Olcsó + Jól összefér a forrasztásgátló lakkal HÁTRÁNYOK - Nehéz az ellenőrzése - Megbízhatóság kérdéses - Korlátozott újraforrasztás -Érzékeny néhány oldószerre (pl: szitázási hiba javításánál) - Korlátozott eltarthatóság
26 
27 Módosítások az ólommentes forrasztásra való áttérésnél: Kézi forrasztás: más eszközök, gyorsabb kopás, betanulás Reflow: berendezés csere, infra mellett légkeverés, más flux anyag Hullámforrasztás: a tiszta Sn agresszívebb, a kádon védőbevonat, több salak, Cu beoldás, gyakoribb fürdőcsere Ón whiskerek
28 Az ólommentes forraszok eltérő tulajdonságai Olvadáspont magasabb magasabb megömlesztési hőmérséklet Nedvesítési sebesség kisebb hosszabb forrasztási idő Felületi feszültsége nagyobb rosszabb terülés Viszkozitása nagyobb gázzárványok Matt forrasztási felület vizuális és optikai műszeres ellenőrzés másképp Ára magasabb Környezeti hatása vitatott
29 Gépsor felületszerelt alkatrészekhez, csak reflow forrasztás esetén
30 Pasztanyomtatás Stencil, fine pitch IC, Rajzolat kialakítása kémiai maratással, lézerrel (lábtávolság 0,4 mm ~ 16 mil), galvanoplasztikával (lábtávolság 0,3 mm ~ 12 mil), Paraméterek: Maszk (stencil) vastagság (50-200µm) Kés nyomás Kés sebesség Nyomtatási szög Panel elválási sebesség Diszpenzer (cseppadagoló)
31 
32 Gépi forrasztás - pasztázás, reflow Stencil nyomtatás Stencil: appertura nyílásokkal rendelkező vékony fémlemez.
33 Gépi forrasztás - pasztázás, reflow Stencilnyomtatás folyamata A pasztázás eredménye:
34 Pin-in-paste: furatszerelt alkatrészek pasztázása A paszt
                                                    

35 Ragasztófelvitel Ragasztó típusa epoxi, uretán, szilikon, ciano-akrilát általban kétkomponensű, hőre térhálósodó gyanták Követelmények: Villamos szigetelés Hőállóság Hidegen is megtartsa az alkatrészt Eltarthatóság A ragasztó felvihető szitanyomtatással is
36 Adagoló követelmények: Pontos pozíció Pontos pöttyméret Pontos pötty alak
37 Ez a kép most nem jeleníthető meg. Ez a kép most nem jeleníthető meg. Alkatrész beültetés Egy és többfejes pick and place beültető Forgófejes beültető, egyszerre több különböző alkatrészt tud felvenni collect-and-place Pontosság: µm Pontosság: µm
38 
39 Alkatrész adagolás: Hevederes Tálcás Ömlesztett Pozíció ellenőrzés kamerával 2D, 3D
40 Quad IC-k tálcatáras csomagolása tálcatár Quad IC
41 SMD-k rendezett csomagolása szalagtár (vákuumformázott műanyag fólia) csőtárak műanyag lezáró fólia
42 Szalagtárba helyezett SMD-k a beültető gépben SIEMENS
43 Forrasztás Reflow (újraolvasztás) Csak SM alkatrészek forraszpaszta Hullámforrasztás SM és TH alkatrészek SM felragasztva alulról TH beültetve, felülről
44 Gépi forrasztás - pasztázás, reflow Pasztázásnál a forrasztó anyagot (pasztát), pasztázógép segítségével visszük fel a nyomtatott áramköri lapkára. Paszta alkotórészei: forraszpor flux µm átmérőjű forraszfém golyók, a paszta közel 90%-át teszi ki gyanta, oldószer, aktiválószer, zselésítő anyag
45 Gépi forrasztás - pasztázás, reflow Paszta mikroszkópos képe
46 Gépi forrasztás - pasztázás, reflow Reflow (újraömlesztéses) forrasztás A paszta olvadt állapotba kerülését reflow kemencék segítségével érjük el. Infrasugaras fűtés Légkeverés Esetleg nitrogén atmoszféra az oxidáció elkerülése, a jobb nedvesítés érdekében
47 Hőprofil Több (7 13) zónás kemence, zónánként fix hőmérsékletre beállítva Munkadarab halad Valós, mért hőmérséklet Beállított hőmérséklet
48 Gépi forrasztás - hullámforrasztás Hagyományos hullámforrasztásnál az áramköri lapka teljes felülete érintkezik a folyékony forraszanyaggal. Ahol a forraszanyag találkozik forrasztható felülettel (alkatrész kivezetés, forrasztási pont) ott létrejön a forrasz kötés.
49 Gépi forrasztás - hullámforrasztás Hagyományos hullámforrasztás lépései
50 
51 Szelektív hullámforrasztás Szelektív hullámforrasztásnál a nyomtatott áramköri lapkának csak bizonyos részei találkoznak a forrasztó hullámmal.
52 Ellenőrzés Vizuális Gépi: AOI, X-ray
53 AOI Hibalisták     php
54 Tesztelés Automata tesztberendezések alkatrészteszt: ellenőrzött alkatrészek %-a funkcionális teszt: ellenőrzött funkciók száma Repülő tűs teszter Tűágyas teszter
55 Javítás, rework Mechanikai javítás Hibakeresés Javítóállomások kézi forrasztóállomások BGA kiforrasztás, újragolyózás (reballing), visszaforrasztás
56 Electro-Static Discharge Félvezető elemekben a szigetelő rétegvastagság µm - 10 nm nagyságrendben. Elektroszatikus átütéshez 100 V is elég. Az átütés észlelhetetlen, az okozott hiba nem azonnal jelentkezik ESD védelem
57 Elektrosztatius feltöltődés okai: Padló, búturok, ruházat, papírok, csomagolóanyag, légáramlat Keletkező feszültség az anyagtól és a páratartalomtól függően V Feltöltődést okozó anyagok, berendezések: műanyagok, konvejorok, szíjak, CRT monitorok Anyagok csoportosítása elektro-sztatikus tulajdonságok szerint: Árnyékoló: ρ < 10 3 Ω Vezető: ρ < 10 4 Ω Elnyelő: 10 4 Ω < ρ < Ω Szigetelő: ρ > Ω Antisztatikus (a felületi ellenállás mindenhol kb. egy nagyságrenddel nagyobb)
58 ESD védelmi rendszer Padló: fémháló (réz), rajta MΩ -GΩ ellenállású burkolat Egyéni védőfelszerelés: cipő, cipőpánt, csuklópánt, köpeny
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        A felületi szerléstechnológia(smt): Szereléstechnológia Furatszerelési technológia (THT Through Hole Technology); az alkatrészek 3 5 %-a Felületszerelési technológia (SMT Surface Mount Technology). ) 95    
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        Szereléstechnológia. A felületi szereléstechnológia kialakulása MÉRETSZABVÁNY. A felületi szerelés típusai. A felületi szerléstechnológia(smt):
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        Szereléstechnológia.  A felületi szerléstechnológia(smt):
    

    
        
        Szereléstechnológia http://www.amcham.hu/download/001/670/el_gyartas_20100825.pdf 1 A felületi szerléstechnológia(smt): Furatszerelési technológia (THT Through Hole Technology); az alkatrészek 3 5 %-a    
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        Szereléstechnológia.
    

    
        
        Szereléstechnológia http://www.amcham.hu/download/001/670/el_gyartas_20100825.pdf 1 A felületi szerléstechnológia(smt): Furatszerelési technológia (THT Through Hole Technology); az alkatrészek 3 5 %-a    
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        Kiss László 2011. Blog: www.elka-kl.blogspot.com Email: kislacika@gmail.com
    

    
        
        Kiss László 2011. Blog: www.elka-kl.blogspot.com Email: kislacika@gmail.com Ólommentes környezetvédelem RoHS (Restriction of Hazardous Substances), [2002/95/EC] EU irányelv az ólom leváltásáról, 2006.    
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        ELEKTRONIKAI SZERELÉSTECHNOLÓGIÁK
    

    
        
        1 ELEKTRONIKAI SZERELÉSTECHNOLÓGIÁK 1-01 A FURAT ÉS FELÜLET SZERELHETŐ ALKATRÉSZEK MEGJELENÉSI FORMÁI ÉS TÍPUSAI ELEKTRONIKAI TECHNOLÓGIA ÉS ANYAGISMERET VIETAB00 BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND    
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        Soroljon fel néhány, a furatszerelt alkatrészek forrasztásánál alkalmazott vizsgálati szempontot!
    

    
        
        Sorolja fel a legfontosabb forrasztási vizsgálatokat! Forraszthatósági, nedvesítési vizsgálatok mintavételes Forrasztott kötések formai minsítése Optikai (AOI, mikroszkóp), szemrevételezéses vizsgálatok    
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        Ólommentes forrasztás
    

    
        
        Ólommentes forrasztás Miért van szükség ólommentes forraszokra? Elavult az ólommentes technológia? Nem Az ólommentes forrasztás egyszerűbb folyamat? Nem Az SnPb forrasz nem elég megbízható? De igen Az    
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        NYÁK technológia 2 Többrétegű HDI
    

    
        
        NYÁK technológia 2 Többrétegű HDI 1 Többrétegű NYHL pre-preg Hatrétegű pakett rézfólia ónozatlan Cu huzalozás (fekete oxid) Pre-preg: preimpregnated material, félig kikeményített, üvegszövettel erősített    
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        SOIC Small outline IC. QFP Quad Flat Pack. PLCC Plastic Leaded Chip Carrier. QFN Quad Flat No-Lead
    

    
        
        1. Csoportosítsa az elektronikus alkatrészeket az alábbi szempontok szerint! Funkció: Aktív, passzív Szerelhetőség: furatszerelt, felületszerelt, tokozatlan chip Funkciók száma szerint: - diszkrét alkatrészek    
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        ELEKTRONIKAI SZERELÉSTECHNOLÓGIÁK
    

    
        
        1 ELEKTRONIKAI SZERELÉSTECHNOLÓGIÁK 1-03 AZ ÚJRAÖMLESZTÉSES FORRASZTÁSI TECHNOLÓGIA, SZELEKTÍV FORRASZTÁSI TECHNOLÓGIÁK ELEKTRONIKAI TECHNOLÓGIA ÉS ANYAGISMERET VIETAB00 BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY    
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        Elektronikai technológia vizsgatematika 2015 Nappali, Táv, Levelező
    

    
        
        Elektronikai technológia vizsgatematika 2015 Nappali, Táv, Levelező Témák Kötelező Ajánlott 1. Nyomtatott Huzalozású Lemezek technológiája A NYHL funkciói, előnyei, alaptípusok A NYHL anyagai; hordozók,    
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        Elektronikai technológia vizsgatematika 2016 Táv, Levelező
    

    
        
        Elektronikai technológia vizsgatematika 2016 Táv, Levelező Témák Kötelező Ajánlott 1. Nyomtatott Huzalozású Lemezek technológiája A NYHL funkciói, előnyei, alaptípusok A kétoldalas NYHL gyártásának menete    
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        ELEKTRONIKAI SZERELÉSTECHNOLÓGIÁK
    

    
        
        1 ELEKTRONIKAI SZERELÉSTECHNOLÓGIÁK 1-02 FURAT- ÉS FELÜLETSZERELT ALKATRÉSZEK SZERELÉSE- FORRASZTÁSA HULLÁMFORRASZTÁSSAL ELEKTRONIKAI TECHNOLÓGIA ÉS ANYAGISMERET VIETAB00 BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY    
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        A nikkel tartalom változásának hatása ólommentes forraszötvözetben képződő intermetallikus vegyületfázisokra
    

    
        
        A nikkel tartalom változásának hatása ólommentes forraszötvözetben képződő intermetallikus vegyületfázisokra Készítette: Gyenes Anett Tudományos vezető: Dr. Gácsi Zoltán Doktoranduszok Fóruma Miskolc 2012.    

    
        Részletesebben 
    




    
        A NYOMTATOTT HUZALOZÁSÚ LEMEZEK TECHNOLÓGIÁJA ÉS TERVEZÉSE
    

    
        
        5 A NYOMTATOTT HUZALOZÁSÚ LEMEZEK TECHNOLÓGIÁJA ÉS TERVEZÉSE 5-01 EGYOLDALAS ÉS KÉTOLDALAS LEMEZEK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA ELEKTRONIKAI TECHNOLÓGIA ÉS ANYAGISMERET VIETAB00 BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY    

    
        Részletesebben 
    




    
        VASTAGRÉTEG TECHNOLÓGIÁK
    

    
        
        4 VASTAGRÉTEG TECHNOLÓGIÁK 4-01 KERÁMIA ALAPÚ VASTAGRÉTEG TECHNOLÓGIA ELEKTRONIKAI TECHNOLÓGIA ÉS ANYAGISMERET VIETAB00 BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY    

    
        Részletesebben 
    




    
        1. Ismertesse és ábrán is szemléltesse a BGA tokozás (műanyag és kerámia) szerkezeti felépítését és
    

    
        
        1. Ismertesse és ábrán is szemléltesse a BGA tokozás (műanyag és kerámia) szerkezeti felépítését és röviden ismertesse technológiáját! Műanyag tokozás Kerámia tokozás: A bumpok megnyúlnak, vetemednek,    

    
        Részletesebben 
    




    
        Röntgen-fluoreszcens analízis alkalmazása elektronikai alkatrészek forrasztás-technológiájában
    

    
        
        MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR 3515 MISKOLC Egyetemváros Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Roósz András Doktori (Ph.D) értekezés Röntgen-fluoreszcens    

    
        Részletesebben 
    




    
        A felületszerelt gyártástechnológia (SMT)
    

    
        
        A felületszerelt gyártástechnológia (SMT) Részletek Sobor András és Davidovics Péter szakdolgozatából A felületszerelési technológiáról általában Az elektronikai szereléstechnológiában lényegében két szerelési    

    
        Részletesebben 
    




    
        VASTAGRÉTEG TECHNOLÓGIÁK
    

    
        
        4 VASTAGRÉTEG TECHNOLÓGIÁK 4-02 POLIMER ALAPÚ VASTAGRÉTEG ÉS TÖBBRÉTEGŰ KERÁMIA TECHNOLÓGIÁK ELEKTRONIKAI TECHNOLÓGIA ÉS ANYAGISMERET VIETAB00 BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az automatikus optikai ellenőrzés növekvő szerepe az elektronikai technológiában
    

    
        
        Az automatikus optikai ellenőrzés növekvő szerepe az elektronikai technológiában Dr. Jakab László, Dr. Janóczki Mihály BME Szabó András Robert Bosch Elektronika Kft. MTA Elektronikus Eszközök és Technológiák    

    
        Részletesebben 
    




    
        BGA MATE CSP és BGA Rework eszköz
    

    
        
        BGA MATE CSP és BGA Rework eszköz A BGA MATE egy pasztázó berendezés, mely elektronikai eszközök javításánál hasznos eszköz, olyan alkatrészek cseréjére, melyek nem rendelkeznek kivezetéssel, a kivezetések    

    
        Részletesebben 
    




    
        3. METALLOGRÁFIAI VIZSGÁLATOK
    

    
        
        3. METALLOGRÁFIAI VIZSGÁLATOK MEGBÍZHATÓSÁGI HIBAANALITIKA VIETM154 HARSÁNYI GÁBOR, BALOGH BÁLINT BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY BEVEZETÉS metallography    

    
        Részletesebben 
    




    
        vizsgálata Stuttgarti egyetem
    

    
        
        LCA Esettanulmányok Ólommentes forrasztás LCA vizsgálata Stuttgarti egyetem 1 LCI Aatforrások / Hatókör Életút állomás Nyersanyag előállítás Forraszanyag előállítás Forraszanyag használata Termék használat,    

    
        Részletesebben 
    




    
        Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás Gyártás részének kidolgozása. Készítette: Turóczi Viktor. Közreműködött: Kiss Gergő, Szaffner Dániel
    

    
        
        1 Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás Gyártás részének kidolgozása Készítette: Turóczi Viktor Közreműködött: Kiss Gergő, Szaffner Dániel 2012/13 tavasz 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Tétel:    

    
        Részletesebben 
    




    
        2015.02.02. Arany mikrohuzalkötés. A folyamat. A folyamat. - A folyamat helyszíne: fokozott tisztaságú terület
    

    
        
        Arany mikrohuzalkötés Termoszónikus mikrohuzalkötés gyártósorai Garami Tamás BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY - helyszíne: fokozott tisztaságú terület    

    
        Részletesebben 
    




    
        Elektronikai technológia labor. Segédlet. Fényképezte Horváth Máté. Írta Kovács János. Az OE-KVK-MTI hallgatói
    

    
        
        Elektronikai technológia labor Segédlet Fényképezte Horváth Máté Írta Kovács János Az OE-KVK-MTI hallgatói 0 Tartalom 1. alkalom: Felületkezelés és panelgalvanizálás 2. o 2. alkalom: Maszkolás, rajzolatgalvanizálás,    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az előadásdiák gyors összevágása, hogy legyen valami segítség:
    

    
        
        Az előadásdiák gyors összevágása, hogy legyen valami segítség: Az elektronikai gyártás ellenőrző berendezései (AOI, X-RAY, ICT) 1. Ismertesse az automatikus optikai ellenőrzés alapelvét (a), megvilágítási    

    
        Részletesebben 
    




    
        0-02 BEVEZETŐ ELŐADÁS
    

    
        
        0-02 BEVEZETŐ ELŐADÁS ELEKTRONIKAI TECHNOLÓGIA VIETA302 BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY 1. AZ ELEKTRONIKAI TECHNOLÓGIA TÁRGYA, CÉLKITŰZÉSEI. AZ ELEKTRONIKUS    

    
        Részletesebben 
    




    
        ELLENRZ KÉRDÉSEK 1. Ismertesse a relatív nyújtást 2 dimenziós esetre, és az elemi cella deformációját.
    

    
        
        ELLENRZ KÉRDÉSEK 1. Ismertesse a relatív nyújtást 2 dimenziós esetre, és az elemi cella deformációját. 2. Ismertesse az egyszerű deformációkat 3 dimenziós esetre: a húzást és a nyírást. 3. Ismertesse a    

    
        Részletesebben 
    




    
        Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei
    

    
        
        Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei Villamosipar és elektronika ágazat Elektrotechnika gyakorlat 10. évfolyam 10 óra Sorszám Tananyag Óraszám Forrasztási gyakorlat 1 1.. 3.. Forrasztott kötés típusai:    

    
        Részletesebben 
    




    
        Ipari gázok az elektronikában Jobb és kisebb alkatrészek
    

    
        
        Szakmai publikáció, 2004.07.30. Magyar Műszaki Magazin, 2004/7-8, III. évf., 30-32. o. Ipari gázok az elektronikában Jobb és kisebb alkatrészek Az iparigáz-gyártó Messer vállalatcsoport -- az elektronikai    

    
        Részletesebben 
    




    
        MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408
    

    
        
        MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és    

    
        Részletesebben 
    




    
        Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd.
    

    
        
        Forrasztó állomás Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Csomagolási jegyzék és az alkatrészek megnevezése Az alkatrészek megnevezése Hőlégfúvó tartó Hőmérséklet    

    
        Részletesebben 
    




    
        NYÁK technológia 2. Fémbevonatok. Elektródfolyamatok emlékeztető. Galvanizálás. Faraday törvény. Bevonat tulajdonságok. Redukció: Me + + e - Me
    

    
        
        NYÁK technológia 2 Fémbevonatok 1 Redukció: Me + + e - Me Kémiai redukció Szigetelő felületre is Alkalmazás: furatfémezés, ellenállás Leggyakoribb: Cu, Ni, Ag Immerziós Vezető felületre, árammentes, ioncsere    

    
        Részletesebben 
    




    
        Szigetelőanyagok. Szigetelők és felhasználásuk
    

    
        
        Szigetelőanyagok Szigetelők és felhasználásuk Mi az a szigetelő? A szigetelőanyagok szerepe, hogy az áram útját elhatárolják. Ha az áram útja el van határolva, csak az előírt helyen tud folyni. vezetők    

    
        Részletesebben 
    




    
        NYOMTATOTT HUZALOZÁSÚ LAPOK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA
    

    
        
        NYOMTATOTT HUZALOZÁSÚ LAPOK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA Az elektronikai tervező általában nem gyárt nyomtatott lapokat, mégis kell, hogy legyen némi rálátása a gyártástechnológiára, hogy terve kivitelezhető legyen.    

    
        Részletesebben 
    




    
        ÓN-WHISKER KÉPZŐDÉS AZ ELEKTRONIKÁBAN
    

    
        
        ÓN-WHISKER KÉPZŐDÉS AZ ELEKTRONIKÁBAN PhD beszámoló BÁTORFI RÉKA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ELEKTRONIKAI TECHNOLÓGIA TANSZÉK WHISKER NÖVEKEDÉS ELŐIDÉZÉSE A whiskerek növekedése spontán    

    
        Részletesebben 
    




    
        Nyomtatott huzalozású lemezek technológiája
    

    
        
        NYÁK, PCB (Printed Circuit Board), NYHL, PWB (~ Wiring ~) Nyomtatott huzalozású lemezek technológiája Vezetőhálózat + mechanikai tartás + szerelési alap Előnyök: Nagyobb terhelhetőség, jobb disszipáció    

    
        Részletesebben 
    




    
        41. A minıségügyi rendszerek kialakulása, ISO 9000 rendszer jellemzése
    

    
        
        készült az UElektronikai gyártás és minıségbiztosításu c. tárgy elıadásainak diáiból 41. A minıségügyi rendszerek kialakulása, ISO 9000 rendszer jellemzése 1.Mik a teljeskörő minıségszabályozás (=TQM)    

    
        Részletesebben 
    




    
        Hősokk hatására bekövetkező szövetszerkezeti változások vizsgálata ólommal szennyezett forraszanyag esetén.
    

    
        
        Hősokk hatására bekövetkező szövetszerkezeti változások vizsgálata ólommal szennyezett forraszanyag esetén. Készítette: Molnár Alíz Konzulensek: Dr. Szopkó Richárd, Dr. Gácsi Zoltán, Dr. Gergely Gréta    

    
        Részletesebben 
    




    
        Kétoldalas, furatfémezett nyomtatott huzalozású lemez készítése
    

    
        
        Kétoldalas, furatfémezett nyomtatott huzalozású lemez készítése - x x x - 1. gyakorlat - x x x - Fúrás (méretre vágott, kifúrt lemezekkel indulunk) Furatfémezés Cél, a folírozott lemez lyukainak falára    

    
        Részletesebben 
    




    
        TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOK ÉS
    

    
        
        BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI KAR ELEKTRONIKAI TECHNOLÓGIA TANSZÉK TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOK ÉS MINŐSÉGELLENŐRZÉSÜK LABORATÓRIUM BMEVIETA333 MÉRÉSI ÚTMUTATÓK Mikroelektronika    

    
        Részletesebben 
    




    
        tiszta alumínium hegesztő azonos tartalmú főlemezekhez ) magnézium-alumínium hegesztő huzal aluminium flux (kínai hegesztőhuzal (általános
    

    
        
        Hegesztő alkalmazás Mode I Anyag Vastagság Az eljárás mm típusa Hegesztőhuzal Flux alumínium lemez és alumínium lemez Aktuális beállítás Szabályozási beállítás V 1 2 alumínium-magnézium ötvözet és alumínium-    

    
        Részletesebben 
    




    
        MultiPIC univerzális fejlesztőeszköz v1.0 Készítette: Breitenbach Zoltán 2006
    

    
        
        MultiPIC univerzális fejlesztőeszköz v1.0 Készítette: Breitenbach Zoltán brejti2000@freemail.hu 2006 Ez a próbapanel elsősorban PIC eszközök teszteléséhez lett kifejlesztve, de kiválóan alkalmas analóg    

    
        Részletesebben 
    




    
        FÉNYSOROMPÓ EGYIRÁNYÚ VASÚTI FORGALOM ESETÉN
    

    
        
        FÉNYSOROMPÓ EGYIRÁNYÚ VASÚTI FORGALOM ESETÉN 2 Feladat: Irányítás és vezérlés témakörben egy tetszőleges modell elkészítése. Elkészített modell: Egyirányú vasúti fénysorompó és átkelő Anyagszükséglet:    

    
        Részletesebben 
    




    
        Led - mátrix vezérlés
    

    
        
        Led - mátrix vezérlés Készítette: X. Y. 12.F Konzulens tanár: W. Z. Led mátrix vezérlő felépítése: Mátrix kijelzőpanel Mikrovezérlő panel Működési elv: 1) Vezérlőpanel A vezérlőpanelen található a MEGA8    

    
        Részletesebben 
    




    
        13. Kétoldalas, furatfémezett nyomtatott huzalozású lemezek szubtraktív előállítási technológiája. Féladditív technológia.
    

    
        
        13. Kétoldalas, furatfémezett nyomtatott huzalozású lemezek szubtraktív előállítási technológiája. Féladditív technológia. Szubtraktív technológia (eltávolító eljárás): A felületet teljesen beborító rétegből    

    
        Részletesebben 
    




    
        Hidegsajtoló hegesztés
    

    
        
        Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem SAJTOLÓ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK 1. Hőbevitel nélküli eljárások Dr. Palotás Béla Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Hidegsajtoló hegesztés A    

    
        Részletesebben 
    




    
        Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások
    

    
        
        Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók    

    
        Részletesebben 
    




    
        Műanyagok galvanizálása
    

    
        
        BAJOR ANDRÁS Dr. FARKAS SÁNDOR ORION Műanyagok galvanizálása ETO 678.029.665 A műanyagok az ipari termelés legkülönbözőbb területein speciális tulajdonságaik révén kiszorították az egyéb anyagokat. A hőre    

    
        Részletesebben 
    




    
        Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal
    

    
        
        Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán    

    
        Részletesebben 
    




    
        Az Ólommentes forrasztásról
    

    
        
        Az Ólommentes forrasztásról Piaci áttekintés A forrasztástechnikai piac a közelmúltban elfogadott uniós szabályozás miatt gyökeres változáson megy keresztül. Feladatunk ennek tükrében a piac alapos, átfogó    

    
        Részletesebben 
    




    
        HASZNÁLATI és KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ
    

    
        
        HASZNÁLATI és KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ LZ2504, LZ2505, LZ2508, LZ2510, LZ2805, LZ2810, LZ3006, LZ3009, LZ3012 pizza kemencék Az első működésnél szaga lehet a berendezésnek, amit a szigetelő anyagok és a    

    
        Részletesebben 
    




    
        RLD212V. Deltron D8135. Deltron UHS Gyors színtelen lakk FELÜLET ELŐKÉSZíTÉS TERMÉK LEIRÁS
    

    
        
        Deltron D8135 Deltron UHS Gyors Szintelen lakk 2007. 10. 08. TERMÉK D8135 D8217 D8456 D843 D844 D807 D8714 D812 LEIRÁS Deltron UHS Gyors színtelen lakk Deltron UHS Edző - gyors Deltron Mattító adalék -    

    
        Részletesebben 
    




    
        Diszkrét aktív alkatrészek
    

    
        
        Aktív alkatrészek Az aktív alkatrészek képesek kapcsolási és erősítési feladatokat ellátni. A digitális elektronika és a teljesítményelektronika gyors kapcsolókra épül, az analóg technikában elsősorban    

    
        Részletesebben 
    




    
        QUICK FORRASZTÁSTECHNIKA
    

    
        
        ÓLOMMENTES FORRASZTÓÁLLOMÁS Q303DESD Szoftver Þ Rendszer beállítás: Riasztás beállítás, kommunikáció gyorsaság, mintavételi idő, COM beállítás Þ Felhasználói beállítások: Belépés - Kilépés Þ Eszköz beállítások:    

    
        Részletesebben 
    




    
        Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba
    

    
        
        Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba FBN332E-1 Dr. Geretovszky Zsolt 2010. október 6. Anyagcsaládok Fémek Kerámiák, üvegek Műanyagok Kompozitok A családok közti különbségek tárgyalhatóak: atomi szinten    

    
        Részletesebben 
    




    
        1. Definiálja a hőtágulási együttható és az üvegesedési hőmérséklet fogalmát áramköri hordozók esetére.
    

    
        
        1. Definiálja a hőtágulási együttható és az üvegesedési hőmérséklet fogalmát áramköri hordozók esetére. A Tg üvegesed vegesedési si hőmérsh rséklet (glass transition temperature) az a hőmérséklet, melynél    

    
        Részletesebben 
    




    
        FELÜLETI HIBAJELENSÉGEK ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖKBEN (NNA-P2-T2) PEJ BESZÁMOLÓ
    

    
        
        FELÜLETI HIBAJELENSÉGEK ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖKBEN (NNA-P2-T2) BESZÁMOLÓ Dr. Illés Balázs Témavezető Budapest 2011. november 17. Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány Résztvevők: Horváth Barbara (doktorjelölt),    

    
        Részletesebben 
    




    
        Szójegyzék [ A ] Adat analízis A kísérleti eredmények értékelése a kritériumok figyelembe vételével.
    

    
        
        Szójegyzék [ A ] Adat analízis A kísérleti eredmények értékelése a kritériumok figyelembe vételével. Adatgyűjtés Adatgyűjtés ólomtartalmú technológiáról annak érdekében, hogy összehasonlítsák azt az ólommentes    

    
        Részletesebben 
    




    
        Szerszám és kiegészítő anyagok katalógusa és árjegyzéke
    

    
        
        Szerszám és kiegészítő anyagok katalógusa és árjegyzéke Speciális oldalcsípő fogó 128 mm -: Ára: 790,-Ft + áfa Adatok: hossz: 128 mm, króm-vanádium acél, gumírozott nyél Kazetták szétszereléséhez, elektronikai    

    
        Részletesebben 
    




    
        Kétoldalas, furatfémezett nyomtatott huzalozású lemez készítése
    

    
        
        1 Kétoldalas, furatfémezett nyomtatott huzalozású lemez készítése 1. gyakorlat Fúrás (méretre vágott, kifúrt lemezekkel indulunk) Furatfémezés Cél, a folírozott lemez lyukainak falára vezető, jól forrasztható    

    
        Részletesebben 
    




    
        AZ RoHS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
    

    
        
        AZ RoHS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI Elıadja: Horváth Barbara BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY Az RoHS-direktíva elıírásai Veszélyes anyagok elektromos és elektronikus    

    
        Részletesebben 
    




    
        ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT. I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 10. évfolyamot követően 140 óra 11. évfolyamot követően 140 óra
    

    
        
        ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 10. évfolyamot követően 140 óra 11. évfolyamot követően 140 óra Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott    
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        RLD259V. TERMÉK LEÍRÁS A D8171 egy akril két komponensű színtelen lakk, amely optimálisan használható Envirobase High performance bázis festékre.
    

    
        
        2016-03-24 Deltron Premium UHS Színtelen Lakk TERMÉK NÉV D8302 D8714 D8717 D8718 D8719 D814 D819 D843 D844 Deltron GRS Premium UHS Színtelen lakk Deltron UHS Edző Deltron gyorsított hígító Deltron Rugalmasság    
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        Digitális áramkörök összeállítása forrasztással, jellemzők mérése
    

    
        
        Dienes Zoltán Digitális áramkörök összeállítása forrasztással, jellemzők mérése A követelménymodul megnevezése: Mérőműszerek használata, mérések végzése A követelménymodul száma: 1396-06 A tartalomelem    
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        Új technológiák és megoldások a villamos iparban
    

    
        
        Új technológiák és megoldások a villamos iparban Gajda József 2014.09.11 AMERIN VILEPOX Műgyantás padlóanyagok Villamos szigetelő gyanták, lakkok H hőosztályúimpregnáló lakkok Az impregnálás szerepe: Atekercselés    
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        El. főzőüstök - indirekt fűtés
    

    
        
        A 900XP sorozat minden készüléke nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban telepíthető: asztali modellként (állványra    
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        MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI
    

    
        
        MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI Biztonság az elektrotechnikában és az elektronikában Az elektromos és elektronikus eszközök biztonságát az EU-ban új törvények szavatolják. Ezek megtiltják a mérgező anyagok, közöttük    
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        FELÜLETSZERELT PASSZÍV ALKATRÉSZEK
    

    
        
        Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikai Technológia Tanszék FELÜLETSZERELT PASSZÍV ALKATRÉSZEK FORRASZTÁSÁNAK MODELLEZÉSE ÉS A KÖTÉSEK MECHANIKAI VIZSGÁLATA PHD TÉZISFÜZET Krammer Olivér    
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        Létrehozásuk a célja: alkatrészek közötti fémes kapcsolat létrehozása
    

    
        
        Forrasztott kötések Forrasztási technológiák Alkatrész forrasztások Hordozók Kötések Létrehozásuk a célja: alkatrészek közötti fémes kapcsolat létrehozása hegesztés forrasztás Hegesztés: mindkét összekötendő    
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        Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek
    

    
        
        Fémek törékeny/képlékeny nemesémek magas/alacsony o.p. Fogorvosi anyagtan izikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek ρ < 5 g cm 3 könnyűémek 5 g cm3 < ρ nehézémek 2 Fémek tulajdonságai    
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        Íves UV: követendő eljárások. Walter Dreschel Vulcan Reeves 2007.04.25. PrintCity
    

    
        
        Íves UV: követendő eljárások Walter Dreschel Vulcan Reeves 2007.04.25. Magyarország, 2007. április 1: Bevezetés az UV-be 2: UV fogyóeszközök Kendők és hengerek Tisztítószerek Papír és nyomathordozók Az    
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        Villamos és elektronikai szerelvények forrasztási követelményei
    

    
        
        IPC J-STD-001E HU If a conflict occurs between the English and translated versions of this document, the English version will take precedence. Amennyiben eltérés tapasztalható az angol és a fordított verzió    

    
        Részletesebben 
    




    
        TYTAN PROFESSIONAL Power Flex
    

    
        
        TYTAN PROFESSIONAL Power Flex A Power Flex Kiváló minőségű termék építőipari anyagok tartós tömítéséhez és ragasztásához, be- és kültéri használatra egyaránt. A ragasztót kiváló az építőiparban előforduló    

    
        Részletesebben 
    




    
        Fémes szerkezeti anyagok
    

    
        
        Fémek felosztása: Fémes szerkezeti anyagok periódusos rendszerben elfoglalt helyük alapján, sűrűségük alapján: - könnyű fémek, ha ρ 4,5 kg/ dm 3. olvadáspont alapján:    

    
        Részletesebben 
    




    
        Elektronikus áramkörök megbízhatósági problémáinak metallurgiai elemzése
    

    
        
        Elektronikus áramkörök megbízhatósági problémáinak metallurgiai elemzése Kutatási jelentés Abstract Metallurgiai kísérletekkel igazoltam, hogy magas hőmérsékletű öregbítés során az Sn/Cu és Sn/Ni réteghatárokon    

    
        Részletesebben 
    




    
        ELLENÁLL 1. MÉRŐ ÉRINTKEZŐK:
    

    
        
        1. MÉŐ ÉINTKEZŐK: 1. MÉŐ ÉINTKEZŐK (folytatás): á tm F ö s s z e s z o rító 1. MÉŐ ÉINTKEZŐK (folytatás): meghibásodott érintkezők röntgen felvételei EED CSÖVES ÉINTKEZŐ: É D 2. CSÚSZÓÉINTKEZŐS ÁTALAKÍTÓK    
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        1. Elektronikai alkatrészek
    

    
        
        készült az UElektronikai gyártás és minıségbiztosításu c. tárgy elıadásainak diáiból 1. Elektronikai alkatrészek 1. Rajzoljon fel egy nyomtatott huzalozású lemezre szerelt furatszerelt alkatrészt. Sorolja    

    
        Részletesebben 
    




    
        Mini-Hűtőszekrény
    

    
        
        Mini-Hűtőszekrény 10011578 100115779 Tisztelt vásárló, Gratulálunk Önnek a termék megvásárlásához. Olvassa el az egész használati utasítást alaposan és kövesse azt a lehetséges károk elkerülése érdekében.    
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        Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP-1.1.4-09-2010-0067 számú pályázat keretében Fogarasi
    

    
        
        Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP-1.1.4-09-2010-0067 számú pályázat keretében Fogarasi Tiborné - Dr. Varga László VILLENKI VEIKI VEIKI-VNL    
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        Csapágyak szigetelési lehetőségei a kóbor áram ellen. Schaeffler Gruppe
    

    
        
        Csapágyak szigetelési lehetőségei a kóbor áram ellen Kóbor áram Kóbor áram okozta csapágy károk Szigetelés a kóbor áram ellen 23.11.2009 Seite 2 Kóbor áram Kóbor áram okozta csapágy károk Szigetelés a    
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        Ellenállások. Alkalmazás - áramkorlátozás - feszültség beállítás, feszültségosztás - fűtőtest, fűtőellenállás
    

    
        
        Ellenállások Alkalmazás - áramkorlátozás - feszültség beállítás, feszültségosztás - fűtőtest, fűtőellenállás Fajtái Ellenállás szerint - állandó értékű - változtatható értékű -speciális (termisztorok,    
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        Korrózióálló acélok felületkezelési eljárásai. Pető Róbert
    

    
        
        Korrózióálló acélok felületkezelési eljárásai Pető Róbert 1. Miért? 2. Mikor? 3. Hogyan? 4. Egyéb felhasználási lehetőségek 1. Miért? 2. Mikor? 3. Hogyan? 4. Egyéb felhasználási lehetőségek Miért? A jó    

    
        Részletesebben 
    




    
        Integrált áramkörök/2. Rencz Márta Elektronikus Eszközök Tanszék
    

    
        
        Integrált áramkörök/2 Rencz Márta Elektronikus Eszközök Tanszék Mai témák MOS áramkörök alkatrészkészlete Bipoláris áramkörök alkatrészkészlete 11/2/2007 2/27 MOS áramkörök alkatrészkészlete Tranzisztorok    

    
        Részletesebben 
    




    
        Huszár Tibor: Gázszerelés rézcsôvel Lektorálta: Sáfár Gyula Hungarian Copper Promotion Centre, átdolgozott kiadás 2001
    

    
        
        Huszár Tibor: Gázszerelés rézcsôvel Lektorálta: Sáfár Gyula Hungarian Copper Promotion Centre, átdolgozott kiadás 2001 A kiadvány megjelenését az International Copper Association támogatta 3 4 A nemzetközi    
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        Hibrid Integrált k, HIC
    

    
        
        Hordozók Hibrid Integrált Áramkörök, k, HIC Az alábbi bemutató egyes ábráit a Dr. Illyefalvi Vitéz Zsolt Dr. Ripka Gábor Dr. Harsányi Gábor: Elektronikai technológia, ill. Dr Ripka Gábor: Hordozók, alkatrészek    
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        Hidrosztatikus hajtások, BMEGEVGAG11 Munkafolyadékok
    

    
        
        Hidrosztatikus hajtások, BMEGEVGAG11 Munkafolyadékok Dr. Hős Csaba, cshos@hds.bme.hu 2017. október 16. Áttekintés 1 Funkciók 2 Viszkozitás 3 Rugalmassági modulusz 4 Olajtípusok A munkafolyadék...... funkciói    
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        Használati utasítás HARD SURFACE. Transzferpapírok. CL Hard Surface I CL Hard Surface II SIGNDEPOT.EU
    

    
        
        Használati utasítás HARD SURFACE Transzferpapírok I Megnevezés Paropy...2 Paropy I...3 Akril...4 Karton Papírok......5 Kerámia Bögrék...6 Kerámia Csempék...7 Kristály/Üveg...8 Bőr...9 Oldal Mágnes...10    
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        Felületszerelt alkatrészek mechanikai egyensúlya újraömlesztéses forrasztás során. Svidrony Bence András. Bátorfi Réka.
    

    
        
        Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar TDK dolgozat Svidrony Bence András Felületszerelt alkatrészek mechanikai egyensúlya újraömlesztéses forrasztás során KONZULENS    
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        Megnövelt áramsűrűség hatása különböző ólommentes forraszkötésekben
    

    
        
        Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Elektronikai Technológia Tanszék Megnövelt áramsűrűség hatása különböző ólommentes forraszkötésekben TDK dolgozat KÉSZÍTETTE:    
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        Szabadonálló gázüzemű főzőüst
    

    
        
        A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülékek nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban    
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        FÉLVEZETŐ ALAPÚ ESZKÖZÖK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA
    

    
        
        2 FÉLVEZETŐ ALAPÚ ESZKÖZÖK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJA 2-01 CHIPEK BEÜLTETÉSI ÉS KÖTÉSI TECHNOLÓGIÁI, TOKOZÁS ELEKTRONIKAI TECHNOLÓGIA ÉS ANYAGISMERET VIETAB00 BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS    
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        Levi Strauss & Co. San Francisco, CA March 2009
    

    
        
        LCA Esettanulmányok Levi Strauss & Co. San Francisco, CA March 2009     Nyomtatott huzalozású lemez NYHL, NYÁK, PCB, PWB Szinte minden elektronikai termékben megtalálható Szinte mindig a környezetterhelés    
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        KITERJESZTETT GARANCIA
    

    
        
        KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC 7/45 HWTM fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött    
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        NYÁK tervezési szempontok
    

    
        
        A komplex tervezési folyamat felosztása részcélok szerint NYÁK tervezési szempontok Design for Manufacturing Tervezés gyártásra DfM A megrendelő, tervező és a gyártó közötti együttműködés, tervezés, megrendelés    
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        DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK
    

    
        
        W MINATÜR RELÉ PT PT 2 pólusú 12 A, 3 pólusú 10 A, vagy 4 pólusú 6 A DC és AC tekercsműködtetés 2,3 vagy 4 váltóérintkező 3000 VA kapcsolási teljesítményig Magasság 29 mm Kadmiummentes érintkező Mechanikus    

    
        Részletesebben 
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